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一种高效导冷兼强迫式风冷机箱

(57)摘要

本实用新型公开了一种高效导冷兼强迫式

风冷机箱，包括机箱壳体，所述机箱壳体的内腔

通过导轨滑动安装有子卡模块，所述机箱壳体的

两侧安装有散热侧板，所述子卡模块的顶部和底

部安装有多个第一铜条片，且第一铜条片正对子

卡模块内高热耗器件，所述导轨的下沿边向内延

伸形成贴合子卡模块的延长条，所述机箱壳体的

侧面板上安装有第二铜条片和散热翅片，所述第

二铜条片贴合安装在机箱壳体的侧面板上且正

对散热翅片。本实用新型相比于现有技术中常见

强迫式风冷机箱散热效果更好，且结构简单，使

用方便，提高了风冷机箱的适用性。
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1.一种高效导冷兼强迫式风冷机箱，包括机箱壳体(1)，所述机箱壳体(1)的内腔通过

导轨(3)滑动安装有子卡模块(2)，所述机箱壳体(1)的两侧安装有散热侧板(4)，其特征在

于：所述子卡模块(2)的顶部和底部安装有多个第一铜条片(21)，且第一铜条片(21)正对子

卡模块(2)内高热耗器件，所述导轨(3)的下沿边向内延伸形成贴合子卡模块(2)的延长条

(31)，所述机箱壳体(1)的侧面板上安装有第二铜条片(71)和散热翅片(72)，所述第二铜条

片(71)贴合安装在机箱壳体(1)的侧面板上且正对散热翅片(72)。

2.根据权利要求1所述的一种高效导冷兼强迫式风冷机箱，其特征在于，所述散热侧板

(4)靠近机箱壳体(1)侧面板的一侧安装有散热风机(41)，散热侧板(4)上开设有散热孔

(42)且散热孔(42)正对散热风机(41)。

3.根据权利要求1所述的一种高效导冷兼强迫式风冷机箱，其特征在于，所述第二铜条

片(71)和第一铜条片(21)的材质均采用铜材质。

4.根据权利要求1所述的一种高效导冷兼强迫式风冷机箱，其特征在于，所述子卡模块

(2)的两侧安装有锁紧条(5)。

5.根据权利要求4所述的一种高效导冷兼强迫式风冷机箱，其特征在于，所述子卡模块

(2)的前沿转角处安装有起拔器(6)。
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一种高效导冷兼强迫式风冷机箱

技术领域

[0001] 本实用新型属于技术领域，尤其涉及一种高效导冷兼强迫式风冷机箱。

背景技术

[0002] 现有技术中，常见强迫式风冷机箱如图1所示，包括机箱壳体、子卡模块、侧散热板

等结构组件，子卡模块滑动安装在机箱壳体的内腔中，子卡模块和机箱壳体均采用铝合金

材料加工而成；其散热的热量传导方向为：子卡模块内部器件的热耗传导到子卡模块两侧

导轨条→机箱左右两侧边缘导轨槽→机箱左右两侧板，最后通过热量从机箱两侧吹出。

[0003] 上述现有技术中的强迫式风冷机箱虽然有着一定的散热效果，但是对于一些具有

高热耗件的子卡模块，上述强迫式风冷机箱难以满足高热耗器件的散热问题，为解决这一

问题，本实用提出了一种高效导冷兼强迫式风冷机箱。

实用新型内容

[0004] 本实用新型针对现有技术中的问题，提出如下技术方案：

[0005] 一种高效导冷兼强迫式风冷机箱，包括机箱壳体，所述机箱壳体的内腔通过导轨

滑动安装有子卡模块，所述机箱壳体的两侧安装有散热侧板，所述子卡模块的顶部和底部

安装有多个第一铜条片，且第一铜条片正对子卡模块内高热耗器件，所述导轨的下沿边向

内延伸形成贴合子卡模块的延长条，所述机箱壳体的侧面板上安装有第二铜条片和散热翅

片，所述第二铜条片贴合安装在机箱壳体的侧面板上且正对散热翅片。

[0006] 作为上述技术方案的优选，所述散热侧板靠近机箱壳体侧面板的一侧安装有散热

风机，散热侧板上开设有散热孔且散热孔正对散热风机。

[0007] 作为上述技术方案的优选，所述第二铜条片和第一铜条片的材质均采用铜材质。

[0008] 作为上述技术方案的优选，所述子卡模块的两侧安装有锁紧条。

[0009] 作为上述技术方案的优选，所述子卡模块的前沿转角处安装有起拔器。

[0010] 本实用新型的有益效果为：

[0011] 本实用中高热耗器件热耗传导第一铜条片上更加的高效，有利于其辅助的散热，

同时第一铜条片采用铜材质能够保证子卡模块整体的轻量化要求，子卡模块内耗器热量传

导至子卡模块外壁或者第一铜条片上后传导至导轨上，导轨下沿边向内延伸形成的延长条

可以增加第一铜条片、子卡模块外壳体和导轨的接触面积，从而可以更好的将热量传递出

去，从而进一步提高散热效果；通过设置第二铜条片和散热翅片，可以更好的将导轨、延长

条上的热量传导至散热翅片上，最后由散热侧板进行强迫式风冷散出。

附图说明

[0012] 图1示出的是现有技术中强迫式风冷机箱示意图；

[0013] 图2示出的是本实用中一种高效导冷兼强迫式风冷机箱的爆炸图；

[0014] 图3示出的是本实用中一种高效导冷兼强迫式风冷机箱中子卡模块的立体结构示
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意图；

[0015] 图4示出的是本实用中一种高效导冷兼强迫式风冷机箱中第二铜条片和散热翅片

的结构示意图。

[0016] 1、机箱壳体；2、子卡模块；21、第一铜条片；3、导轨；31、延长条；4、散热侧板；41、散

热风机；42、散热孔；5、锁紧条；6、起拔器；71、第二铜条片；72、散热翅片。

具体实施方式

[0017] 为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合实施例对

本实用新型技术方案进行清楚、完整地描述。

[0018] 实施例

[0019] 如图2‑图4所示，一种高效导冷兼强迫式风冷机箱，包括机箱壳体1，机箱壳体1的

内腔通过导轨3滑动安装有子卡模块2，机箱壳体1的两侧安装有散热侧板4，子卡模块2的顶

部和底部安装有多个第一铜条片21，且第一铜条片21正对子卡模块2内高热耗器件，本实施

例中第一铜条片21采用铜材质，铜的导热系数为401W/mK高于铝合金的导热系数237W/mK，

高热耗器件热耗传导第一铜条片21上更加的高效，有利于其辅助的散热，同时第一铜条片

21采用铜材质能够保证子卡模块2整体的轻量化要求，第一铜条片21嵌入方式可以通过胶

粘，或者焊接等方式；导轨3的下沿边向内延伸形成贴合子卡模块2的延长条31，子卡模块2

内耗器热量传导至子卡模块2外壁或者第一铜条片21上后传导至导轨3上，导轨3下沿边向

内延伸形成的延长条31可以增加第一铜条片21、子卡模块2外壳体和导轨3的接触面积，从

而可以更好的将热量传递出去，从而进一步提高散热效果；机箱壳体1的侧面板上安装有第

二铜条片71和散热翅片72，第二铜条片71贴合安装在机箱壳体1的侧面板上且正对散热翅

片72，通过设置第二铜条片71和散热翅片72，可以更好的将导轨3、延长条31上的热量传导

至散热翅片72上，最后由散热侧板4进行强迫式风冷散出。

[0020] 散热侧板4靠近机箱壳体1侧面板的一侧安装有散热风机41，散热侧板4上开设有

散热孔42且散热孔42正对散热风机41。

[0021] 子卡模块2的两侧安装有锁紧条5，子卡模块2的前沿转角处安装有起拔器6，子卡

模块2安装时先通过起拔器6将子卡模块2安装入机箱壳体1的内腔，然后通过锁紧条5将子

卡模块2进行辅助固定，使得子卡模块2和导轨3相贴合，散热效果更佳。

[0022] 以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案，而非对其限制。
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图1
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图2
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图3
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图4

说　明　书　附　图 4/4 页

8

CN 223040404 U

8


	BIB
	BIB00001

	CLA
	CLA00002

	DES
	DES00003
	DES00004

	DRA
	DRA00005
	DRA00006
	DRA00007
	DRA00008


